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64 Feinstdraht aus einer Gold-Legierung, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung.

@ Feinstdriahte aus einer Gold-Legierung, die 0,5-0,9
Gewichts-% Kupfer und geringe Mengen Platin oder
mindestens eines Elements aus der Gruppe Erdalkalime-
tall und Seltenerdmetall enthélt, zeichnen sich durch einen
dem des Goldes ahnlichen spezifischen elektrischen Wi-
derstand und ein giinstiges Festigkeits/Dehnungs-Verhalt-
nis aus. Sie eignen sich sowohl zum Drahtbonden als
auch zur Herstellung der Kontakthiigel von Flip-Chips.

UARHERMMMIRENIGE CH 693 209 AS



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

CH 693 209 A5

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Feinstdraht aus einer Gold-Legierung zum Kontaktieren von Halbleiterbau-
elementen, ein Verfahren zur Herstellung des Feinstdrahtes und seine Verwendung.

Zum Kontaktieren — Bonden — von Halbleiterbauelementen geeignete Drahte — auch als Bonddrahte
bezeichnet — missen gute elektrische Eigenschaften besitzen und gute mechanische Festigkeitswerte
aufweisen. Der Durchmesser der Drahte kann etwa 10~-200 Mikrometer betragen und liegt blicherweise
bei etwa 20-60 Mikrometer; er wird dem Anwendungszweck entsprechend gewéhit.

Die Bonddrahte bestehen haufig aus Gold hoher Reinheit oder aus Gold-Legierungen. Letztere besit-
zen den Vorteil einer hoheren Festigkeit und, wenn sie nur eine geringe Menge an Legierungsbildnern
enthalten, einer der des Goldes ahnlichen elektrischen Leitfahigkeit.

So ist zum Beispiel aus DE 1 608 161 C die Verwendung einer Legierung aus Gold und 0,001-0,1%
eines oder mehrerer Seltenerdmetalle, besonders in Form von Cer-Mischmetali, oder Yttrium zur Her-
stellung von Zuflhrungsdréhten in integrierten Schaltungen bekannt. Diese Legierung des Goldes mit
geringen Mengen an Seltenerdmetallen oder Yttrium besitzt bei Erwarmungstemperaturen bis zu 500°C
ein wesentlich verbessertes Festigkeits- und Dehnungsverhalten, ohne dass andere Eigenschaften des
Goldes, wie Héarte, chemische Bestandigkeit oder elektrischer Widerstand, wesentiich beeinflusst wer-
den.

Gold-Seltenerdmetall-Legierungen fir Bonddrahte werden auch in DE 3237 385 A (US 4885 135),
DE 3936281 A (US 4938923), JP 5-179375 A, JP 5-179376 A, JP 6-112258 A, EP 0743679 A
und EP 0 761 831 A beschrieben.

DE 3237 385 A betrifft einen Feingoldlegierungsdraht mit hoher Zugfestigkeit aus einer Gold-Legie-
rung mit 0,0003-0,01 Gewichts-% Seltenerdmetall, besonders Cer, und gegebenenfalls zusatzlich noch
Germanium, Beryllium und/oder Calcium.

DE 3936 281 A beschreibt einen Golddraht fir das Verbinden einer Halbleitervorrichtung aus Gold
hoher Reinheit, legiert mit geringen Mengen Lanthan, Beryllium, Calcium und Elementen der Platingrup-
pe, besonders Platin und/oder Palladium.

JP 5-179375 A und JP 5-179 376 A beziehen sich auf Feingoldlegierungsdréhte zum Bonden, die
aus Gold hoher Reinheit und 0,0003-0,005 Gewichts-% Aluminium beziehungsweise Gallium, 0,0003~
0,003 Gewichts-% Calcium und 0,0003-0,003 Gewichts-% Yttrium, Lanthan, Cer, Neodym, Dysprosium
und/oder Beryllium bestehen.

Der aus JP 6-112 258 A, referiert in Chemical Abstracts Vol. 121, 89 287m, bekannte Bonddraht be-
steht aus einer Gold-Legierung mit 1~30% Platin und 0,0001-0,05% Scandium, Yttrium und/oder Sel-
tenerdmetall und gegebenenfalls 0,0001-0,05% Beryllium, Calcium, Germanium, Nickel, Eisen, Kobalt
und/oder Silber.

In EP 0743 679 A wird ebenfalls ein Bonddraht aus einer platinhaltigen Gold-Seltenerdmetall-Legie-
rung vorgeschlagen. Die Legierung besteht aus Gold und geringen Mengen Platin (0,0001-0,005 Ge-
wichts-%), Silber, Magnesium und Europium und kann zum Beispiel noch Cer in einer Menge von
0,0001-0,02 Gewichts-% enthalten.

In EP 0761 831 A wird ein Feindraht aus einer Platin und/oder Palladium enthaltenden Gold-Selten-
erdmetall-Legierung beschrieben. Die Legierung besteht aus 0,1-2,2 Gewichts-% Platin und/oder Palla-
dium, 0,0001-0,005 Gewichts-% Beryllium, Germanium, Calcium, Lanthan, Yitrium und/oder Europium,
Rest Gold. Der Draht wird durch Schmelzen der die Legierung bildenden Elemente in einem Tiegel, von
unten nach oben fortschreitender Kihlung der in dem Tiegel befindlichen Legierungsschmelze zu einem
Gussbarren und anschliessendes Walzen, Ziehen und Glilhen hergestellt. Erweist eine Dehnung von 3—
8% und einen Young-Modul von 68009000 kgf/mm2 auf.

EP 0288 776 A2 bezieht sich auf das Kontaktieren von Metallisierungen aus Aluminium, die zur Ver-
besserung von Hérte und Festigkeit mit Kupfer dotiert sind, sodass die eine geringere Harte aufweisen-
den Standard-Goldbonddrahte mit Beryllium-Dotierung weniger gut geeignet sind. Zum Verbinden von
Kontaktierungspads aus mit Kupfer dotietem Aluminium wird daher ein Bonddraht aus einer Legierung
aus Gold und 0,01-1 Gewichts-% Kupfer mit einer der des dotierten Aluminiums angepassten Harte
vorgeschlagen.

Ein kupferhaltiger Bonddraht ist auch aus DE 3 990 432 C2 (= US 5491 034 A) bekannt. Der Bond-
draht dient zum Verbinden von Elekiroden eines Halbleiterelements mit ausseren Anschlissen und be-
steht aus einer Gold-Legierung mit mindestens 1 und weniger als 5 Gewichts-% Kupfer. Zusatzlich kann
der Bonddraht 0,0003-0,01 Gewichts-% Calcium, Germanium, Beryllium, Lanthan und/oder indium und
mindestens 1 Gewichts-% und hochstens 5 Gewichts-% Platin enthalten. Die Herstellung des Bond-
drahts erfolgt durch Erschmelzen der Gold-Legierung in einem Vakuumschmelzofen, Drahtziehen und
anschliessende Warmebehandiung (Glihung) bei 200-600°C. Die Warmebehandlung ist Ublich und hat
den Zweck, die infolge des Ziehens schlechte Verformbarkeit oder Dehnung («elongation») zu verbes-
sern. Da mit der Verbesserung der Verformbarkeit eine Verringerung der Festigkeit verbunden ist, sind
die die Festigkeit beeinflussenden Legierungsbildner hinsichtlich Art und Menge und die Bedingungen
der Warmebehandlung so zu wahien, dass beides — Verformbarkeit und Festigkeit — den jeweiligen An-
forderungen entspricht. Die Festigkeit des Bonddrahts wird grosser mit einer Erhdhung des Kupfer-An-
teils.
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Aus JP 01-87 734 A (Patents Abtracts of Japan) ist ein Feinstdraht aus Gold und 0,05-0,3 Gewichts-
o, mindestens eines der Elemente Kupfer, Aluminium, Yitrium, Nickel, Kobalt, Titan, Wolfram, Silicium,
Zirkonium, Calcium, Palladium, Ruthenium, Iridium, Platin, Silber und Osmium bekannt. Der Feinstdraht
weist eine gute Ziehfahigkeit und sehr gute mechanische Eigenschaften auf.

JP 08-199 261 A (Japanese Patent Office — Patent Abstracts of Japan) beschreibt einen Bonddraht
aus hochreinem Gold, 0,1-2 Gewichts-% Kupfer, 0,01-0,1 Gewichts-% Palladium und gegebenenfalls
0,0001-0,01 Gewichts-% Zinn und/oder 0,0001-0,01 Gewichts-% mindestens eines der Metalle Calci-
um, Beryllium, Germanium, Seltenerdmetall, Strontium, Barium, Indium und Titan. Die Festigkeit des
Bonddrahtes reicht aus, um Kontaktfehler zwischen benachbarten Bondloops in kunststoffeingebetteten
Halbleiterbauelementen zu vermeiden.

Bei der Auswahl von Bonddrihten wird neben speziellen chemischen und physikalischen Eigenschaf-
ten insbesondere auch eine méglichst hohe Festigkeit bei gegebener Dehnung gefordert.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, einen Feinstdraht der eingangs charakterisierten
Art aus einer Gold-Legierung zu finden, der ein mdglichst gutes Festigkeits/Dehnungs-Verhaltnis besitzt
und dessen elektrische Leitfahigkeit sich mdglichst wenig von der eines reinen Gold-Feinstdrahtes un-
terscheidet. Ausserdem soll ein Verfahren angegeben werden, das eine kontinuierliche Hersteliung des
Feinstdrahtes in wirtschaftlich vorteilhafter Weise ermoglicht. Der Feinstdraht soll sowohi zum Drahtbon-
den als auch zur Herstellung von sogenannten Ball-Bumps fir die Flip-Chip-Technik, wie sie zum Bei-
spiel in DE 4 442 960 C beschrieben wird, geeignet sein.

Die Aufgabe wird durch einen Feinstdraht aus einer Gold-Legierung geldst, der erfindungsgemass da-
durch gekennzeichnet ist, dass die Gold-Legierung aus 0,5-0,9 Gewichts-% Kupfer, 0,05-0,95 Ge-
wichts-% Platin, Rest Gold besteht.

Die Aufgabe wird auch durch einen Feinstdraht aus einer Gold-Legierung geldst, der erfindungsge-
mass dadurch gekennzeichnet ist, dass die Gold-Legierung aus 0,5-0,9 Gewichts-% Kupfer, 0,6001-0,1
Gewichts-% mindestens eines Elements aus der Gruppe Erdalkalimetall und Seltenerdmetall, 0-1 Ge-
wichts-% Pilatin, Rest Gold besteht.

im Sinne der Erfindung werden unter «Erdalkalimetall» Beryllium, Magnesium, Calcium, Barium und
Strontium, unter «Seltenerdmetall» Lanthan (Ordnungszahl 57) und die 14 auf das Lanthan folgenden
Elemente Cer (Ordnungszahl 58) bis Lutetium (Ordnungszahl 71), in der Fachliteratur auch als «Ele-
mente der Lanthanreihe» bezeichnet, verstanden.

Ginstigerweise liegt der Erdalkalimetall- und/oder Seltenerdmetall-Gehalt bei 0,001-0,01 Gewichts-%
und, falls Platin anwesend ist, der Platin-Gehalt bei 0,1-0,9 Gewichts-%.

Das Erdalkalimetall besteht bevorzugt aus Beryllium, Magnesium, Calcium oder einem Gemisch aus
mindestens zwei dieser Erdalkalimetalle. Werden Gemische aus Beryllium und Calcium eingesetzt, so
haben sich solche aus jeweils 50 Gewichts-% Beryllium und Calcium als besonders geeignet erwiesen.

Das Seltenerdmetall besteht bevorzugt aus Cer oder einer Mischung aus Cer und einem oder mehre-
ren der Seltenerdmetalle mit den Ordnungszahlen 57 und 59 bis 71. Als besonders geeignet hat sich
Cer-Mischmetall erwiesen. Als Cer-Mischmetall wird Gblicherweise eine Mischung mit 50-60% Cer, 25—
30% Lanthan, 10-15% Neodym, 4-6% Praseodym und 1% Eisen sowie geringen Anteilen weiterer Sel-
tenerdmetalle bezeichnet (Rémpp Chemie Lexikon, Georg Thieme Verlag Stuttgart — New York, Band
1,10. Auflage (1996), 647).

Der erindungsgeméasse Feinstdraht mit far Bonddréhte dblichem Durchmesser besitzt alle fur den
Einsatz zum Bonden erforderlichen Eigenschaften. Er zeichnet sich besonders durch seine hohe elektri-
sche Leitfahigkeit, gemessen als spezifischer elektrischer Widerstand (siehe Tabelle Vill), und seine -
bezogen auf die Dehnung — sehr gute Festigkeit (siehe Figur) aus. Uberraschenderweise fihrt die erfin-
dungsgemasse Auswahl von Art und Menge der Legierungsbildner Kupfer und Erdalkalimetall und/oder
Seltenerdmetall zu einer Verringerung des Festigkeitsverlustes durch die Gliihung (siche Tabelle IX).
Das sehr gunstige Festigkeits/Dehnungs-Verhiltnis des Feinstdrahtes tragt wesentlich zu der sehr guten
Qualitat der Bondverbindungen bei.

In der Figur wird die Festigkeit (Zugfestigkeit) [N/mm?] einiger Feinstdrahte geméss der Erfindung
(Beispiele 1—6) und — zum Vergleich — eines nicht erfindungsgemassen Feinstdrahtes (Beispiel 7) in Ab-
hangigkeit von der Dehnung (Bruchdehnung) [%] dargestellt. Die Feinstdrahte geméass der Erfindung be-
sitzen bei gegebener Dehnung eine hohere Festigkeit. In der Tabelle VIl werden die chemische Zu-
sammensetzung und der spezifische elektrische Widerstand der in den Beispielen beschriebenen erfin-
dungsgeméssen und zum Vergleich von einigen nicht erfindungsgeméssen Feinstdrahten angegeben.
Die Tabelle IX zeigt die Werte fur die Festigkeit der in den Beispielen 1-7 beschriebenen Feinstdréhte
im ziehharten Zustand und bei einer Dehnung von etwa 4% und lasst den Einfluss des Beryllium-, Cal-
cium- und Cer-Zusatzes auf die Festigkeit erkennen. Beryllium, Calcium und Cer vermindern den mit
der Gliihung verbundenen Festigkeitsveriust.

Der erfindungsgemasse Feinstdraht kann auf Grund seiner gunstigen Eigenschaften mit besonderem
Vorteil zum Drahtbonden, auch fiir das sich in Entwickiung befindende Hochfrequenz-Bonden, und zur
Herstellung der Kontakthiigel von Flip-Chips eingesetzt werden.

Die Losung der Aufgabe besteht weiterhin in einem Verfahren zur Herstellung eines Feinstdrahtes
zum Kontaktieren von Halbleiterbauelementen aus einer Gold-Legierung, das etfindungsgeméss da-
durch gekennzeichnet ist, dass eine Gold-Legierung aus a) 0,5-0,9 Gewichts-% Kupfer, 0,05-0,95 Ge-
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wichts-% Platin, Rest Gold oder aus b) 0,5-0,9 Gewichts-% Kupfer, 0,0001-0,1 Gewichts-% mindestens
eines Elements aus der Gruppe Erdalkalimetall und Seltenerdmetall, 0~1 Gewichts-% Platin, Rest Gold
erschmolzen, die geschmolzene Legierung strangvergossen, der Strang zu einem Draht mit fir Bond-
zwecke Oblichem Durchmesser gezogen und der Draht gegliht wird.

Das erfindungsgeméasse Verfahren hat sich besonders bewahrt, wenn die geschmolzene Legierung
zu einem Strang mit kreisférmigem Querschnitt vergossen und der Draht bei etwa 300-700°C gegliiht
wird. Durch das Glihen erhélt der zunéachst ziehharte Draht die erforderliche Dehnung. Das Erschmel-
zen und Vergiessen der Legierung kann an Luft, unter Schutzgas, zum Beispiel Argon, oder im Vakuum
erfolgen.

Bevorzugt wird bei dem erfindungsgemassen Verfahren das Erschmelzen einer Gold-Legierung mit
einem Gehalt an Erdalkalimetall und/oder Seltenerdmetall von 0,001-0,01 Gewichts-% und einem Ge-
hait an Platin — wenn vorhanden — von 0,1 — 0,9 Gewichts-%.

Als Erdalkalimetall kann Beryllium, Magnesium, Calcium, Strontium, Barium oder ein Gemisch aus
mindestens zwei dieser Elemente eingesetzt werden. Besonders bewahrt haben sich Beryllium, Magne-
sium, Calcium oder ein Gemisch aus mindestens zwei dieser Erdalkalimetalle. Werden Gemische aus
Beryllium und Calcium eingesetzt, so werden solche aus jeweils 50 Gewichts-% Beryllium und Calcium
bevorzugt.

Als Seltenerdmetall wird besonders Cer oder eine Mischung aus Cer und einem oder mehreren Sel-
tenerdmetallen mit den Ordnungszahlen 57 und 59 bis 71 eingesetzt, letztere vorzugsweise in Form von
handelstiblichem Cer-Mischmetall.

Das erfindungsgemésse Verfahren zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es kontinuieriich zu
fahren ist und Verfahrensprodukte ~ gegossener Strang und gezogener Draht — mit sehr gleichmassiger
und gleichbieibender Qualitat liefert.

Zur naheren Erlauterung werden in den folgenden Beispielen 1-6 Feinstdréhte und ihre Herstellung
geméss der Erfindung und — zum Vergleich — in Beispiel 7 ein Feinstdraht gemass dem aus DE
1608 161 C bekannten Stand der Technik beschrieben. Die Feinstdrahte werden durch ihre Dehnung
(Bruchdehnung) [%], ihre Festigkeit (Zugfestigkeit) [N/mm?2] und ihren spezifischen elektrischen Wider-
stand [Ohm mm2/m] charakterisiert.

Beispiel 1

Feinstdraht aus einer Gold-Legierung mit 0,8 Gewichts-% Kupfer und 0,8 Gewichts-% Platin.

Die Schmelze einer Legierung aus 0,8 Gewichts-% Kupfer, 0,8 Gewichts-% Platin und Gold als Rest
wird in einer Stranggussanlage zu einem Strang mit kreisférmigem Querschnitt vergossen. Anschiies-
send wird aus dem Strang ein Draht mit einem Durchmesser von 30 Mikrometer gezogen und der Draht
je nach zu erzielender Dehnung bei etwa 300-700°C an Luft gegliiht. Die in Abhangigkeit von der Deh-
nung [%)] gemessenen Festigkeitswerte [N/mm?2] werden in der Tabelle | angegeben.

Der spezifische elekirische Widerstand bei Raumtemperatur, gemessen an einem Draht mit einem
Durchmesser von 275 Mikrometer, betragt 0,041 Ohm mm2/m.

Tabelle |

Dehnung [%)] [Festigkeit [N/mm2]
ziehhart 600
2,6 301
2,7 281
3,6 263
53 245
6,8 232
8,5 219
9,1 209
9,7 197
11,4 194
Beispiel 2

Feinstdraht aus einer Gold-Legierung mit 0,8 Gewichts-% Kupfer, 0,001 Gewichts-% Beryllium, 0,001
Gewichts-% Calcium und 0,8 Gewichts-% Platin.

Die Schmelze einer Legierung aus 0,8 Gewichts-% Kupfer, 0,001 Gewichts-% Beryllium, 0,001 Ge-
wichts-% Calcium, 0,8 Gewichts-% Platin und Gold als Rest wird in einer Stranggussanlage zu einem
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Strang mit kreisformigem Querschnitt vergossen. Anschliessend wird aus dem Strang ein Draht mit ei-
nem Durchmesser von 30 Mikrometer gezogen und der Draht je nach zu erzielender Dehnung bei etwa
300-700°C an Luft gegliht. Die in Abhangigkeit von der Dehnung [%] gemessenen Festigkeitswerte [N/
mm2] werden in der Tabelle Il angegeben.

Der spezifische elektrische Widerstand bei Raumtemperatur, gemessen an einem Draht mit einem
Durchmesser von 275 Mikrometer, betragt 0,041 Ohm mm2/m.

Tabelle 1

Dehnung [%)] Festigkeit [N/mm?2]
ziehhart 585

3,6 375

3,8 354 .
42 337

44 318

46 308

59 293

7,3 281

8,7 267

10,1 255

Beispiel 3

Feinstdraht aus einer Gold-Legierung mit 0,8 Gewichts-% Kupfer, 0,001 Gewichts-% Beryllium, 0,001
Gewichts-% Calcium und 0,3 Gewichts-% Platin.

Die Schmelze einer Legierung aus 0,8 Gewichts-% Kupfer, 0,001 Gewichts-% Beryllium, 0,001 Ge-
wichts-% Calcium, 0,3 Gewichts-% Platin und Gold als Rest wird in einer Stranggussanlage zu einem
Strang mit kreisformigem Querschnitt vergossen. Anschiiessend wird aus dem Strang ein Draht mit ei-
nem Durchmesser von 30 Mikrometer gezogen und der Draht je nach zu erzielender Dehnung bei etwa
300~700°C an Luft gegliht. Die in Abhéngigkeit von der Dehnung [%] gemessenen Festigkeitswerte [N/
mm2] werden in der Tabelle lli angegeben.

Der spezifische elektrische Widerstand bei Raumtemperatur, gemessen an einem Draht mit einem
Durchmesser von 275 Mikrometer, betragt 0,036 Ohm mm2/m.

Tabelle llI

Dehnung [%)] Festigkeit [N/mm2]
ziehhart 614
3,6 367
3.8 343
4,2 319
52 308
6,1 294
7.1 281
8,7 270
10,1 257
10,7 246
Beispiel 4

Feinstdraht aus einer Gold-Legierung mit 0,9 Gewichts-% Kupfer, 0,001 Gewichts-% Beryllium und
0,001 Gewichts-% Calcium.

Die Schmelze einer Legierung aus 0,9 Gewichts-% Kupfer, 0,001 Gewichts-% Beryllium, 0,001 Ge-
wichts-% Calcium und Gold als Rest wird in einer Stranggussanlage zu einem Strang mit kreisformigem
Querschnitt vergossen. Anschliessend wird aus dem Strang ein Draht mit einem Durchmesser von 30
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Mikrometer gezogen und der Draht je nach zu erzielender Dehnung bei etwa 300-700°C an Luft ge-
gliht. Die in Abhangigkeit von der Dehnung [%] gemessenen Festigkeitswerte [N/mmz2] werden in der
Tabelle IV angegeben.

Der spezifische elektrische Widerstand bei Raumtemperatur, gemessen an einem Draht mit einem
Durchmesser von 275 Mikrometer, betragt 0,034 Ohm mm2/m.

Tabelle 1V

Dehnung [%} Festigkeit [N/mm2]
Ziehhart 673

4.4 352

4,6 330

5,3 316

6,2 298

7,9 273

10,8 255

Beispiel 5

Feinstdraht aus einer Gold-Legierung mit 0,9 Gewichts-% Kupfer, 0,001 Gewichts-% Beryllium, 0,001
Gewichts-% Calcium und 0,9 Gewichts-% Platin.

Die Schmelze einer Legierung aus 0,9 Gewichts-% Kupfer, 0,001 Gewichts-% Beryllium, 0,001 Ge-
wichts-% Calcium, 0,9 Gewichts-% Platin und Gold als Rest wird in einer Stranggussanlage zu einem
Strang mit Kkreisférmigem Querschnitt vergossen. Anschliessend wird aus dem Strang ein Draht mit ei-
nem Durchmesser von 30 Mikrometer gezogen und je nach zu erzielender Dehnung bei etwa 300-
700°C an Luft gegliht. Die in Abhéngigkeit von der Dehnung [%] gemessenen Festigkeitswerte [N/mm?]
werden in der Tabelle V angegeben.

Der spezifische elektrische Widerstand bei Raumtemperatur, gemessen an einem Draht mit einem
Durchmesser von 275 Mikrometer, betragt 0,043 Ohm mm2/m.

Tabelle V

Dehnung [%] Festigkeit [N/mmz2]
ziehhart 648

4,0 373

4,2 358

46 339

52 323

6,2 308

Beispiel 6

Feinstdraht aus einer Gold-Legierung mit 0,8 Gewichts-% Kupfer und 0,01 Gewichts-% Cer.

Die Schmelze einer Legierung aus 0,8 Gewichts-% Kupfer, 0,01 Gewichts-% Cer und Gold als Rest
wird in einer Stranggussanlage zu einem Strang mit kreisférmigem Querschnitt vergossen. Anschlies-
send wird aus dem Strang ein Draht mit einem Durchmesser von 30 Mikrometer gezogen und je nach
zu erzielender Dehnung bei etwa 300~700°C an Luft gegliiht. Die in Abhangigkeit von der Dehnung [%)]
gemessenen Festigkeitswerte [N/mm2] werden in der Tabelle VI angegeben.

Der spezifische elektrische Widerstand bei Raumtemperatur, gemessen an einem Draht mit einem
Durchmesser von 275 Mikrometer, betragt 0,034 Ohm mm2/m.
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Tabelie VI

Dehnung [%] Festigkeit [N/mm2]
ziehhart 585

2,7 328

35 288

4,9 268

8,7 249

Beispie! 7 (Vergleich)

Feinstdraht aus einer Gold-Legierung mit Cer-Mischmetall gemass DE 1 608 161 C.

Die Schmelze einer Legierung aus Gold und Cer-Mischmetall wird in einer Stranggussanlage zu ei-
nem Strang mit kreisfdrmigem Querschnitt vergossen. Anschliessend wird aus dem Strang ein Draht mit
einem Durchmesser von 30 Mikrometer gezogen und der Draht je nach zu erzielender Dehnung bei
etwa 300-600°C an Luft gegliht. Die in Abhangigkeit von der Dehnung [%) gemessenen Festigkeitswer-
te [N/mm2] werden in der Tabelle VIl angegeben.

Der spezifische elektrische Widerstand bei Raumtemperatur, gemessen an einem Draht mit einem
Durchmesser von 275 Mikrometer, betragt 0,023 Ohm mm?/m.

Tabelle VI
Dehnung [%)] Festigkeit [N/mm2]
ziehhart 375
2,9 263
3,1 253
3,6 243
4,0 230
57 220
8,1 209
10,1 198
Tabelle VI

Zusammensetzung [Gewichts-%]
Beispiel Au Be Ca Ce Cu Pt spezifischer elektri-

scher Widerstand

1 Rest 0,8 0,8 0,041
2 Rest 0,001 0,001 0,8 0,8 0,041
3 Rest 0,001 0,001 0,8 0,3 0,036
4 Rest 0,001 0,001 0,9 0,034
5 Rest 0,001 0,001 0,9 0,9 0,043
6 Rest 0,01 0,8 0,034
7 (Vgl.)* 0,023
8 (vgl) 100 0,023
9 (vgl.) Rest 2,0 0,048
10 (Vgl) Rest 2,0 0,043
11 (Vgl) Rest 5,0 0,073
12 (Vgl.) Rest 2,0 2,0 0,068

*Gold-Legierung mit Cer-Mischmetall gemass DE 1608 161 C
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Tabelle IX
Zusammensetzung [Gewichts-%)] Festigkeit [N/mmg2}

Beispiel Au Be Ca Ce Cu Pt zichhart 4% Dehnung
1 Rest 0,8 0,8 600 260

2 Rest 0,001 0,001 0,8 0,8 585 335

3 Rest 0,001 0,001 0,8 0,3 614 330

4 Rest 0,001 0,001 0,9 673 365

5 Rest 0,001 0,001 0,9 0,9 648 373

6 Rest 0,01 0,8 585 280

7 (Vgl.)* 375 230

*Gold-Legierung mit Cer-Mischmetall gemass DE 1 608 161 C

Patentanspriche

1. Feinstdraht aus einer Gold-Legierung zum Kontaktieren von Halbleiterbauelementen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gold-Legierung aus 0,5-0,9 Gewichts-% Kupfer, 0,05-0,95 Gewichts-% Platin,
Rest Gold besteht.

2. Feinstdraht aus einer Gold-Legierung zum Kontaktieren von Halbleiterbauelementen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gold-Legierung aus 0,5-0,9 Gewichts-% Kupfer, 0,0001-0,1 Gewichts-% min-
destens eines Elements aus der Gruppe Erdalkalimetall und Seltenerdmetall, 0-1 Gewichts-% Platin,
Rest Gold besteht.

3. Feinstdraht nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Erdalkalimetall- und/oder Selten-
erdmetall-Gehalt der Gold-Legierung 0,001-0,01 Gewichts-% betragt.

4. Feinstdraht nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Platin-Gehalt
der Gold-Legierung 0,1-0,8 Gewichts-% betragt.

5. Feinstdraht nach einem der Anspriiche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Erdalkalimetall
Beryllium, Magnesium und/oder Calcium ist.

6. Feinstdraht nach einem der Anspriiche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Seltenerdmetall
Cer ist.

7. Verfahren zur Herstellung eines Feinstdrahtes aus einer Gold-Legierung zum Kontaktieren von
Halbleiterbauelementen nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Gold-
Legierung aus a) 0,5-0,9 Gewichts-% Kupfer, 0,05-0,95 Platin, Rest Gold oder aus b) 0,5-0,9 Ge-
wichts-% Kupfer, 0,0001-0,1 Gewichts-% mindestens eines Elements aus der Gruppe Erdalkalimetall
und Seltenerdmetall, 0~1 Gewichts-% Platin, Rest Gold erschmolzen, die geschmolzene Legierung
strangvergossen, der Strang zu einem Draht mit fir Bondzwecke Ublichem Durchmesser gezogen und
der Draht gegiiiht wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die geschmolzene Legierung zu einem
Strang mit kreisférmigem Querschnitt vergossen wird.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Gold-Legierung mit einem
Erdalkalimetall- und/oder Seltenerdmetall-Gehalt von 0,001-0,01 Gewichts-% erschmolzen wird.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Gold-Legierung
mit einem Gehalt an Platin von 0,1-0,9 Gewichts-% erschmolzen wird.

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine Gold-Legie-
rung, die als Erdalkalimetall Beryllium, Magnesium und/oder Calcium enthélt, erschmolzen wird.

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine Gold-Legie-
rung mit Cer als Seltenerdmetall erschmolzen wird.

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Draht bei 300-
700°C geglitht wird.

14. Verwendung des Feinstdrahtes nach einem der Anspriiche 1 bis 6 zum Drahtbonden.

15. Verwendung nach Anspruch 14 zum Drahtbonden unter Hochfrequenz-Anwendung.

16. Verwendung des Feinstdrahtes nach einem der Anspriiche 1 bis 6 zum Verbinden von Halbleiter-
bauelementen in Flip-Chip-Technik



CH 693 209 A5

Zugfestigkeit [N/mm?]

g B8 2B B 885888

A
° s}
Al-o
Ol o
A kd
+ [~
QO
A o
X 4
+ A
X A
O
.I;_X
(4
@ o]
[ X
‘ AL
®
x—r
3 4 6 7 8 10 1" 12
Bruchdehnung [%]

X Beispiel 1
A Beispiel 2
O Beispiel 3
© Beispiel 4
D Beispie! 5
+ Beispie! 6

® Vergleich

Figur




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

